
BRMJD31CDP 
Rev.B .May.-2018                                                                            DATA SHEET 

http://www.fsbrec.com      1 / 7 

TO-252 塑封封 NPN� 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-252 Plastic Package. 

�

BVCEO > 100V; 

IC = 3A high Continuous Collector Current; 

ICM = 5A Peak Pulse Current; 

 

Power Switching or Amplification Applications 
电源开关或放大应用。 

 

 
 

PIN1：Base  PIN 2、4：Collector  PIN 3：Emitter  

 

放大及印章代码  /  hFE Classifications & Marking 

见印章说明。See Marking Instructions. 

描述  /  Descriptions 

特征  /  Features 

用途  /  Applications  

内部等效电路  /  Equivalent Circuit 

引脚排列  /  Pinning 
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电参数曲线图
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外形尺寸图  /  Package Dimensions 
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印章说明  /  Marking Instructions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：�

BR：   为公司代码 

MJD31C：� 为产品型号�

****：� � 为生产批号代码，随生产批号变化�

Note: 

BR: 
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回流焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free) 

 

说明：           Note: 

1、预热温度 150～180℃，时间 60～90sec;   1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec. 

2、峰值温度 245±5℃，时间持续为 5±0.5sec;  2.Peak Temp.:245±5℃


